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1. はじめに

　部品内蔵基板の設計では，今までの表面実装やビルド
アップ技術対応とは異なる，本格的な三次元技術が必要と
なっている。銅接続（ビア接続方式）やはんだ接続（パッ
ド接続方式）への対応はもちろんのこと，パターン部品の
埋め込みや，キャビティなどの新しい概念をどう取り込
み，扱っていくか，ベースとなる CAD技術について解説
する。また，標準化活動（FUJIKOフォーマット）で解決
しなければいけないことも合わせて解説する。

2. 部品内蔵基板対応 CAD技術

2.1	 部品内蔵基板設計の特徴

　図 1に部品内蔵基板の構造例を示す。従来の基板設計と
比較して，以下の 3点が異なっている。
　1)三次元（内層）に部品を配置できる
　2)三次元方向に配線を形成できる
　3)製造工法・プロセスに依存した設計ルールがある
つまり，あらゆる場面で三次元によるダイナミックな構造
表現とわかりやすい直観的な操作性が求められる。以下そ
れぞれ解説する。
2.2	 三次元配置の課題と解決の方向性

　部品内蔵基板においては「三次元（内層）に部品をレイ

アウトできる」，ということは最大の特徴である。CADに
必要なことは，表裏以外の層での配置を可能にすること，
部品の逃げ（キャビティ）の設定が可能なこと，それぞれ
のチェックが可能であること，がある。もちろん見え方も
重要で，透過性も配慮する必要がある。
2.3	 三次元配線の課題と解決の方向性

　三次元方向にパターンを形成できる，ということは，層
に縛られずにスルーホールを形成できるということを意味
する。特に銅めっき接続においては，必須事項となってい
る。従来，層と層の間にしか存在できなかったスルーホー
ルを部品の高さを考慮して，ある層から内蔵された部品の
端子まで発生する，というものである。もちろん端子も多
点接続を許す必要もある。
2.4	 設計ルールの課題と解決の方向性

　部品内蔵基板では，製造工法・プロセスに依存した設計
ルール，があるため，組み合わせたデザイン・ルール・
チェック (DRC)が求められる。前述したようなキャビティ
や，銅接続（ビア接続方式）といった新しい概念のモノに
対して，既存概念のモノと間の DRCが必要となる。また
プロセス毎にチェックしたい項目も変化する。
　特にキャビティ空間やスルーホール接続などの内部構造
は，目視はもちろん高さ方向も考慮した優れた DRCが必
要となる。
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図 1.　部品内蔵基板構造例


